附件2：
2010年度省科技支撑计划（工业）
项目申报简表（式样）

	项目名称
	120lm/w大功率LED封装技术研发
	指南编号
	xx

	申报单位
	xxxxxx有限公司

	主管部门
	常州高新区科技局
	项目负责人
	xx

	项目类别
	重点
	
	面上
	
	技术领域
	xx

	是否属战略性新兴产业方向（指南代码）
	是

	授权或申请发明专利等自主知识产权数及证号
	

	申报单位上年度

销售收入（万元）
	
	增长率
	
	净利润

（万元）
	
	增长率
	

	企业R＆D占销售收入比重
	

	是否为高新技术企业（按新标准认定的）
	

	是否有高层次创新人才领衔（计划类别）
	

	项目简介（主要包括以下方面，800字）：

一、项目目标

本项目目标产品是xxxxxxxx。

目前国内包括台湾地区大功率LED封装水平发光效率在70lm/w~90lm/w之间，主要存在问题为LED CIE空间分布不匀均，带黄圈现象，热阻太高无法提升电流密度。

通过本项目实施使大功率LED的发光效率达到120lm/w以上，减少热阻提升大功率LED电流密度，单颗LED可承受电流达1000m A以上，发光效率超过韩国首尔半导体及台湾地区，达到美国CREE、德国OSRAM同一水平。
二、主要研究内容与考核指标

1、提高LED发光效率 

1.1全硅胶透镜自动化封装设备研发

1.2光学出光设计

1.3高折射率封装材料合作开发（xxxx大学合作）

2、空间色度匀均性 

2.1荧光粉涂布工艺方向：喷射涂布\渗透与反渗透涂布

3、改善散热技术 

3.1采用共晶或高热导热性进行BONDING（xxxx大学合作）
3.2铜柱整体纤维化技术，在相同体积下提升铜柱散热面积

4、半导体照明散热技术及其可靠性 

各材料膨胀率与工艺过程中产生内应力问题。

5、降低大功率LED成本

6、发光效率达到120lm/w以上
三、项目前期基础

专利情况。
四、预期成果

 1、申请LED荧光粉涂层发明专利1项

 2、完成小试




注： 技术领域指电子信息、新能源、新材料、新型环保、先进制造等。
